ELEKTRONIK
Design Rules h’! MORE THAN

YOU EXPECT
STARR.flex 2F-xRi

Diese Designregeln gelten fir:
Starrflexible Leiterplatten mit 2 Kupferlagen auf Flexmaterial Polyimid auRenliegend.
Anwendung nach IPC-2223 Use A: Flex-to-install. UL-Kennzeichnung nach UL94 und UL796F moglich.

Beispiele:

2F-4Ri: 6-lagig 2F-1Ri: 3-lagig 2F-6Ri + HDI 1-6-1: 8-lagig
Nomenklatur: Ri = Rigid (starr), F = Flex

Grundlegende Hinweise
= Bitte beachten Sie allgemeine Standards wie IPC oder IEC

=  Bitte beachten Sie die wertvollen Hinweise und Tipps in unserem STARR.flex Design Guide unter
www.we-online.com/flex .

= Regeln fiir Leiterbreiten, -abstande, Via- und Padgrof3en sowie Lotstoppmaske entnehmen Sie bitte
unseren BASIC Design Rules unter www.we-online.com/basic.

=  Fillen von Bohrungen:

Verwenden Sie keine offenen Bohrungen in Lotpads! Halten Sie beidseitig mindestens 400 pm Abstand
von Lotflachen zu Bohrungen, die gepluggt werden sollen (Durchsteigerzudruck, IPC-4761 Typ lll). Fir
Vias nach IPC-4761 Typ VIl (filled and capped) bitte Riicksprache wegen erlaubter Designregeln
(Leiterabstande)!

= Lift-off Bereiche - Achtung: KEIN Kupferlayout unter dem Flex und KEINE Vias erlaubt!

= Starrflexible Leiterplatten missen vor dem Bestiicken getrocknet werden. Weitere Informationen dazu
finden Sie unter www.we-online.com/trocknungsprozesse .

= Firdas Trocknen sind Kupferdffnungen in Masse- bzw. Referenzlagen notwendig.
Empfehlung: Kupferdffnungen: 0,3mm pro 1mm Kupferlange.
= Flex-to-install Biegeradien: Einbaubiegebeanspruchung nach IPC-2223D
bis 90° Biegewinkel:
— 2 Kupferlagen: mindestens10 x Gesamtdicke (IPC-2223 Punkt 5.2.3.3)

— Beianspruchsvolleren Einsatzbedingungen bitten wir um Ricksprache.

= Gerne erstellen wir fir Sie einen optimalen Liefernutzen (best price!)
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Materialspezifikationen

Material Standard Spez. Beschreibung Anwendung
Blatt
Flexibles IPC-4202 11 Polyimid, kleberlos Standard
Basismaterial
Starrmaterial IPC-4101 128 FR4.1 Tg 150°C; gefllllt, Standard fiir STARR.flex
(Kerne, Prepreg) halogenarm, low CTE(z)
LowFlow Prepreg | IPC-4101 128 FR4.1 Tg 150°C Standard
Lotstopplack IPC-SM840 grin, photosensitiv Standard in starren
Bereichen
Flexlack JISC5012/ grin Partiell im Flexbereich TOP
IPC-SM840 (Standard) oder vollflachig
Coverlay IPC-4203 1/2 Polyimid Deckfolie, Acryl- | flexible Bereiche partiell auf
oder Epoxy- Kleber Lage 2 (Standard)

Lagenaufbauten
Standard Lagenaufbauten siehe www.we-online.com/flex.
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Kombination mit Microvia- und Buried via - Technik moglich:
Siehe auch WE HDI Microvia Design Guide.

=  Flex-Seite: Microvias durch den Polyimid-Kern aul3erhalb des Biegebereichs mdglich.

= Buried vias nach Absprache durch Modifikation des Stackup (Mehrkosten durch zusétzlichen

Multilayerprozess). Buried Vias beginnend auf Lage 2 sind mit diesem Aufbau grundsatzlich nicht

moglich! Bitte sprechen Sie uns an, wir finden eine Losung fir Ihre Aufgabe: flex@we-online.com.
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STARR.flex 2F-xRi

Standardausfiihrung

1. Polyimid-Folienkern 50 pm dick, kleberlos, beidseitig ED-Kupfer.

2. LP Gesamtdicke 0,8 mm bis 1,55 mm

3. Kupferschichtdicke Innenlagen 18 pm, AuRenlagen 12 pm + Metallisierung
4. Low-Flow Prepreg zwischen Flexkern und Starrmaterial

5. Partiell Coverlay unter Lage 2 im Flexbereich

6. Flexlack griin partiell im Flexbereich oder vollflachig auf Top

7. Standard Lotstopplack griin auf Bottom oder in allen starren Bereichen
8.  Standard Durchkontaktierungen (PTH)

9. Kleinster Fraserdurchmesser 1,6 mm

10. Lotoberflache chem. Ni/Au

11. Verpackung in ESD-Schrumpffolie
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. Technischer Erhohte
Symbol Beschreibung
Standard Anforderung
Leiterbreiten und -abstande siehe WE BASIC Design Rules!
Minimaler Via-Paddurchmesser ) )
A . . siehe WE BASIC Design Rules!
— fir alle Pad-Anbindungen werden Teardrops empfohlen
B Enddurchmesser durchgehende Vias siehe WE BASIC Design Rules!
R — NFP: Non functional / non-used pads nicht enfernen!!
C Abstand Cu — Aussenlage zu Starrflex-Ubergang (Bottom) =300 um
D Abstand Cu — Innenlage zu Starrflex-Ubergang =500 um
E Abstand Leiter zur Flexkontur =300 pm
F Abstand freiliegendes Cu — auRerhalb des Starrflex-Ubergangs =300 pm
G1 Flexlack: Abstand Pad / freiliegendes Cu zu Starrflex-Ubergang (Top) =800 pm =400 pm
G1 PI-Coverlay: Abstand Pad / freiliegendes Cu zu Starrflex-Ubergang (Top) 21500 um =1000 um
G1 Pl-Coverlay mit UL-Listung: Abstand Pad / freiliegendes Cu (Top) 22000 pm 21500 um
G2 Abstand Bohrungspad zu Starrflex-Ubergang: Innenlagen Cu 18pum 21500 pm 21000 pm
Abstand Bohrungspad zu Starrflex-Ubergang: Innenlagen Cu 35um oder
G2 . 22000 pm 21500 um
UL-Kennzeichnung
G2 Zur Information: Empfehlung nach IPC-2223D, 5.2.2.3 3,18 mm + % Paddurchmesser
H Lange des Flexbereichs =5mm =2,5mm
K Minimale Einstichbreite direkt am Biegebereich 1,6 mm 1,0mm
WK Konturbearbeitung Biegebereich: Kein Kerben zulassig!
I ZIF-Kontakte Dickentoleranz (Material des Stiffeners) +0,05 mm (FR4) +0,03 mm (PI)
Sonderaufbau
- Kombination mit Microvia- und Buried via - Technik moglich siehe HDI Microvia Design Guide!

Weitergehende Spezifikationen sind auf Anfrage moglich. Sprechen Sie uns an: flex@we-online.com
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